Produkt-Uberblick 16. Generation
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Dell PowerEdge 16. Generation — Produkt-Uberblick
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AIDC PERG S160 / HBASSS!/ H3551  HTSS. PERCS160 / HBASSSI / HISS1/ HT55.

Optional BOSS N1 mit bis zu 2x 480 oder | _Optior N1 it bis 20 2 480 od

HBA3S55e 12 Gbps SAS HBA355e 12 Gbps SAS
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PowerEdger R760xd2
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PowerEdge R760

UPImit 16 GT/s oder 20 GTls.

4.und 5. Generation Inel” Xeon®
Scalabe Processors
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PowerEdge R760xa

2HE

ntel® 741
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4.und 5. Generation Intel® Xeon®
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PowerEdge R860

4 Generation Intel® Xeon® Scalable
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PowerEdge R960

24E 4HE

el C741

Iner C741
UPImit 16 CTrs UPImit16GT/s

4. Generation Intel” Xeon* Scalable

1o prezescrn b 32 Core) 100 Cores) 1o
Bror

ze  Siber / Goid Bronze / Siber /Gold
Bis 201024 GB DDRS, max. 5200MT/s,
16 DIMM Sockel

s 201024 B 0BRS, max. 200N,
16 DIMM Soct

Bronze / Silber/

Bis 201024 68
600

1 T oder2

oder 64 Core
Gold Bronze  Silber / Gold / Platin

DDRS, max. 200MTs. | s 2u 2192 G DDRS, max. 5600 MT/s,
MM Sockel 3201 Sockel

Prozessoren (8 bis 64 Cores)
Bronze /Silber / Gold | latin

Bis 70 8192 GB DDRS, max. 5600 MT/s,
2 DIMM Sockel

1 oder 2 Prozessoren (8 bis 64 Cores)
Bronze  Siber / Gold /Platin

Bis 20 8192 GB DDRS, max. 5600 MT/s,
32 DIMM Sockel

08,5 oder 42,5/ 10125 plus
2025 auf der Risckseite
24 10 davon per Hardware R

optonal 2 dren Camec ! des ickssite

Bxoder 12¢35° /B, 16x oder 26x 2,5 plus
20 25" auf der Rickseite
Medien'per RAID oder Direct Connect,

N Gemische Besttun SATA/SAS IS

SATA,SAS, vSAS und NVMe SATA, SAS, vSAS und NVMe SATA,
Hotplug Hotplug

PERC 5160 HBATSS!/ K355 / H755/ PERC 160/ HBASSSI/ H355 / H755 peRc sien
W75 HosSI H75S | Hossi

it bis 2 2x 480 oder

Optional BOSS:N1 mit bis 2u 2 480 oder tional B
560G als D 00 RAID. h o M

960'GB as RAIDT od. RAIDO,hot-plug, NVMe
HeA3s:

HeASESe 12 GhpsshS MBS 12.Gops 58S

26035 Fromsetg optona!
35 oufder Ricksete

Oplional BOSS N it bis 2 2x 480 oder
560 s AN 56 RAIDE ot vl | 63 Gl RATS o RAID.h 1o, W e | 963G s DT o RAIDE k1o, i | 360 558 RASY 60 RAIC ot g it | 63 G AAID o RAID. R i, M | 960 G s RAIDT o RAIGE he o, v

4x25 oder | xoder 10x2,5'/ 12x oder 14X .35 plus
2025 oder 2x E3 3 auf der Rickseite

NVMe Medien per RAID oder Direct Connect,
gemischie Bestickung SATA/SAS/NVMe

12x35"1 %, 163 oder 242,

5 /16 E3 3 plus
25 auf der Rilckseite

66 2,5° NVMe oder 8x SATA/SAS oder
 E3 5 Nvie

Bis 20 4 CPUS (1 bi 60 Cores)
Cold / Pratin

bis 2 16304 G5 DDA, mox 800N,
o

S, 8%, 16x oder 24425 und
opton 2x 25" auf der Ricksaite

Processors (Sapphire Rapids)
Bia 20 4 CPUS (13 bis 60 Cores)
id  Platin

.4 DIMM S0

64 DIl Sack

16xE35, 8, T6x, 24x oder 3225

545 und vs4S SATA,SAS, vSAS und NVMe. SATA, SAS, vSAS Und NVMe. SATA,SAS, ¥SAS oder NVMe SATA, SAS, vSAS und NVMe. SATA, SAS, vSAS und NVMe

Hotplug Hotplug Hotplug Hotplug Hotplug Hotplug

A1 1355/ 755/ PERC 160,/ HBASSSI / H55 / K755 / PERG S160/ HBASSS!/ HI55 /1755 PERGSI60/ HBASSS/H3S5 /H755/ | PERCS160/HBASSSI/ 355/ HTS5 PERC 160/ HBASSSI/ H355 / H755
Hoes 755 / Hossi 755 oSt 755/ H6SI W75/ HO6S1 H7SS | HosSi
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b 2u 24 480 odt

s 12 Gope S HeASsse 12 6895 54
PERC o

Bz 120y SHS
PER
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HBASSse 12 chps 54

val BOSS-NT mit bis zu 2 480 oder

HeASEse 12 s ShS
Fioe Chamnel oA, FG32 oder st

Dedizierter PERC Slot (Front PERC)

N1 mit bis 2u 2¢ 480

Hezsse 12 s 54
Fioe Channel 1A, FG3% oder s
Dedizirter PERC ot (Front PERC)
Infrigand InfiBand

Bis 20 12 PCle Sots

. 6x FHHL und 2 HHHL

PER PER PER PER
Fie Channel oA, FG32 oder Fosé i Channel 5A.FC32 oder o84 FioroChamel HOA.FC32 oder o84 FC32 oder o6t e aterFosa AF65 ode et
Dedizierter Dedizerter Dedizerter PERC Sl (Front PERC) Dedizierter PERC Slol (Front PERC) (FrontPERC) (FrontPERC)
Infrigand Infrigand InfirBand nfinBand nfiniBand
TCHH HLX16, 2x HHHLB PCle+ | Bis 2u 6x PCle Slot: bis zu 3x HH HLx16 + Bis 21 § PCle Sots 2coder 3x HHHL xB oder x16 Bis 20 8¢ FHHL und 2¢ HHHL Bis 2012 PCle Slots Bis 20 8 PCle S
18 0CPS i Netaverlareaer X HH HL 28 HH B+ 2 HH FLX16. ZFHLAE 16 FHFL Frontseito und
T e TS "4 16 FHHL Rickseli

3 e Netawerklarte oder
e ne " n 25,0083 i Neancrkare

‘Storage-Konfguration

Nein

201 GhE BCMS720

. CPU-und Abhinging von Riser, CPU- und Abhinging von Riser-, CPU- ind Abhinging von Riser. CPU- und Hotangingvon er
rage-Konfiguration
Optional bis 21 1 SW GPUS mit maximal Nein Optionalbis Jbis 1 bis 20 3x SW GPUS mit masimal b
S0 Watt 75 Watt 75 Wiatt oder 1 DW GPU 75 Watt Zxdoppele Hoe
201 GbE BCMS 720 Ghe BCMS 720 u GhE BCMS 721 GbE BCMS720 u 201 GbE BCMS720und 201 GbE BCMS720und
1 ebbios OCPS Messanpesiot 1 ek bos 6P Messanin St 1 fesblos OGP Meseanine St 1 flexibler OCP3 Me zzanins Slot 1 flexbler OCP3 Mezzaning Slot

nale Hohe oder

848 FHEL Frantseilg und
4016 FHHL Rickseltig

CPU-und

1 flexibler OCP3 Mezzanine Sot

1 ebblor OCPS Hessannesiol

Abhanging von Riser. CPU- und . CPU-und . CPU-und
2 oder 4 doppelte Hohe GPUS / Optional bis zu 4x doppelie Hohe GPUs.
i 20 12 normale Hohe GPUS

1 GhE BCMS720 (GbE BCMS720 GbE BCMS720und

1
1 lexibler GPS Mezzanine Sot

bis 201638265 DR mox 4800 T/

e

Optional OME Advanced oder Advanceds

Redundante Netatelle Nein

Optional, hot-plug, max. 2 Stack

700 Watt (Tianium)
450 Wart (Patinum)

700 Watt (Tianium)
600 Watt (Platinum)
6 Lufter 4 Lifterpaare
Nein Nein
T8 US82 oo 11 US89 8 14 USE2 inten,
T DRAC Micro-USB vor
i aptonsler USB3 e

18 US82 e 11 U383 1 U2 inten,
TIDRACero USS vor
T optionaler USBS3 in

Mroslt Windowsserve 2010 und 2022
Red

Microsoft Windows Server 2019 und 2022
fed Hat

P ise/Datacerter
Optional: Quick Sync 2und OME Advanced | Optional Quick Sync 2 und OME Advanced | Optional: Quick §
‘oder Advanceds ot oot

Optional,hot-plug, mex. 2 Stick Optional,hot:plug, max. 2Stick

100, 100 ocer 700, 7100, 1400 oder 7800 Watt (Titanium)

Optiona,hot plug, max. 2 Stick

700, 1100 oder 1800 Watt Pratinum /

‘se/Datacorrer
ync 2 und OME Advanced

o/ Daracenter
Optional Quick Sync 2 und OME Advanced
oder

Optional, hotplug, max. 2 Stic
700, 7100 oder 1800 Watt Patinum /

700,1
1800 Wat /1100
o

00, 800 oder 1400 Wat (Plainim) 600, 800 oder 1400 Watt (Platinum)

1400 Watt Platinum)

800 oder 1400 Watt Platinum

Optnal ik Sy 2 und OME Acvanced
dvanceds
Optional,hot-plug, max. 2 Stick
700, 100, 1800, 2800 oder 3200 Wat (Ttani

/1100 Watt Glichstrom
800, 1100, 14DD oder 2400 Watt (Patinum)

e/Datacenter

Optional: Quick ]

Optional: Quick

Optional:Q

‘oder Advanceds
Optional, hot plug, max. 25tick
2800 oder 3200 Watt (Tianium)

2400 Watt (Patinum)
Bis 24 6 Lufter redundant und hotplug
Py
15 US82 v 11 USB3.8 1 U2 inten,

X DRAC Micro-USB vor
S aptonsler USB3 e

Bis 21 7 Lifterpaare, edundant 5Lt redundant und hotplvg 6 Lifter, redundant und hot-plvg Bis 208 Luf éundant und hotplug | Bis 20 6 Lifter, redundant und hot plug
Nein Nein Nein Py Py
USE2 v, US89 1 USS2 hnen, |15 USB2 varme 1 USES &14 S92 nen, |1 USE2 e 1xUSB4 cUS2han, | 1xUSEZ v, 1 USB3 & b USE2 e, | 1xUSBZ v, 12563 8 xUSBZhinen,
T4 IDRAC Micro-USE vor x IDRAC Wicro-USB e TxIDRAC Micro-US v T DRAC Mcro-USB v 1 DRAC Micro-USB vor
e aptionsler USB3 e optoneer USaS " ptionder USE3 e T optionler U563 mern "l optonaie 0353 e
Mirasot indows o Microsot 22 und 2022

Mitasoftindows Sarver 2010 und 2022
e
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9 1 Sockel (18) Sockel (1 S) Sockel (2 S) 2 Sockel (2°9)
PowerEdge R6615 PowerEdge R7615 PowerEdge R6625 PowerEdge R7625
m A o ws2 6T o s w5267

e

HBA3SSe 12 Gbps SAS.
PERCHI650
Fibre Channel HBA, FC32 oder FC64
Dedizerter PERC Sio (Front PERC)
Infinband
2¢oder 3x HHHL xB oder x16
2
Abhiinging von Riser

CPU-und Storage-Kanfigur

Optional bis zu 2« normale Hohe GPUS mit maximal 75 Wat
2¢1 GBE BCMS720 und 1 flexibler OCP3 Mezzanine Slot

1DRAC Express/Enterprise/Datacenter
Optional: Quick Sync 2 und OME Advanced oder Advanceds
Optional,hot plug,max. 2 Stick
700,150 1400 oder 800 et () /100 ot Glichstom
fr 1400 Watt (Platinum)
8 Lufterpaare, redundant und hot-plug
Py
15 USB2 vore, Tx USB3 & 1x USB2 hnten,
X DRAC Micro-USB vorne, Tx optonaler USB3ntern
Micrsot indowsServer 2019 2022
Red Hat RHEL 8.6/
SusestEsts S
220
Vitware £517 U3 / ESXi8.0

a09cm/ 202k

Link zum Datenblatt ok
Link zum Technical Guide.

Link zum TechSup
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Chassis

PowerEdge MX7000

& Slot modulares Chassis

THE

Bis 206 1/0 Moduleinschi

volledundanie Fabrics

Vertighare /0-Module:
Dell Pass Through Modul (10 GOE Base-T und 25 GbE)
PowerEdge MXS108n 25 GbE Switch
PowerEdge MXOT16n 25 GOE Switch (Fabrc Switching Engine)
PowerEdge MX7116n 25 GE Fabric Expander Modul
PowerEdge MYET16n 100 GbE Fabric Expander Modue
PowerEdge MXG10s FC32 Switch
Amulet CoreModule i GPU Support

3000 Watt AC
141,242 und 3+3 (Stromkres- Redundar)
241,341, 441,541 (Netztel-Redundanz)
3+0'0der 60 nicht recundant)

tom Management

PowerEdge MX9002m Managerent Modul recundant
DellOpenManage Enterprise Moduar Edfion
Dell Opertanage Enterpise
Optional Quic

i Chaml, e Chnnl over el odr
1SCSl Storage Syster

hetplu e 1110 edule
o1 plug Lufter 0 Server Modle
Optonal DL Kihiong 1 M Je06 Server Enschibe

B28em/ 165k
Lok

Lk
Lok

HBASSS6 12 Gbps SAS
PERC H9650
Fibre Channel HEA, FC32 oder FC64
Dedizerter PERC Slot (Front PERC)
Ininbend

Bis 20 8¢ FHHL und 2¢ HHHL

‘Abhsnging von Riser, CPL- und Storage-Konfguration
Opional bis zu 6x normale Hahe oder 3x doppelte Hohe.
2¢1 GbE BCMS720und 1 flexbler OCP3 Mezzanine Slot

1DRACS Express Enterprise Daiacenter
Optional: Quick Sync 2 und OME Advanced oder Advanceds

Optional, hotplug, max. 2 Stick

700,110,140 ogr 1800 Wt (enium) 100 et Glersrom
100 oder 2400 Watt Pliainum)

8 Lufterpaste, redundant und hot-plug
Py

x USE2 vorne, Tx USB3 & Tx USE2 hinten,
1 ORAG Miero U38 vrne « opronalr USSR nten

Micresc Widovs server 205 und 2022

htwere ESX 7 U5 / E8X180

708cm /286 kg
Link
Lok
Lok
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2Sockel (25)

PowerEdge MX
B i

PowerEdge MX760c

7 Slot, normale Breite

ntel® G741
UPImit 16 GT/s oder 20 GT/s

40nd 5 Generton el Xeon* Sl Processrs
(Sapy

7 Silber /Gold / Platin

Bis 208192 GB DDRS, max. 5600 MTs, 32 DIMM Sockel

4B 6x2,5 oder Bx E3.S hotplug

SATA, SAS, VSAS und NVMe

PERC S160 / HBAZS01/ H755 / 9651

Optional mit bis 2u 16, 32 oder 64 GB Micro SD-Card,redundant

Optional BOSS NT mit 480 oder 960 G& NVMe als RAIDI oder RAIDD

Dual-Port 25 GbE Ethermet, verschiedens Modelle,
optonal Dualort 100 GbE

2 Mezzanine i Ethernet und Tx Storage: Fibre Channel
Bis 20 2x idia T4
TXUSB3/ X IDRAC Micra LS8
Microsoft Windows Server 2019 und 2022
Red Hat RHEL 86/90
Suesiests sou

Vit £5017 031 E%i0.0

1 Slot normale Breite /86 kg
Lk

ey
S

HBA3SSe 12 Gbps SAS
PERC HoB5e
Fibre Channel HBA, FC32 oder FC64
Dedizierter PERC Slot (Front PERC)
Infiniband

2xoder 3x HHHL X oder x16

‘Abhinging von Riser., CPU- und Storage-Konfiguration
Optiona bis u 2x normale Hohe GPUS mit maximal 75 Watt
21 GE BCMS720 und 1 ledbler OCP3 Mezzanine Slot

IDRACS Express/Enterprise/Datacenter
Optional: Quick $ync 2 und OME Advanced oder Advancedr

Optional, hot plug, max. 2Stick

1100, 1400 oder 1800 Watt (Titarium) / 1100 Watt Gleichstrom
800 oder 1400 at (Patinum)

8 Lifferpaare, redundant und hot-plug
Py

14 USB2 vorme, 1x USB3 & 1 USE hinten,
1IDRAC Micro-US8 vorne, 1xoptionaler USB3 intern

Micrcsot WidonsSerer 201 2022
it RHEL 8.6
R e
Ubuntu 22,04
VMware ESKI 7 U3 | E5Xi8.0

823cm/ 204k

el Prozssor Technobogie
ockel (1)

PowerEdge T160

B e

intel* €256
[

el Yeon £2400See (Raptr Lake)
T Prozessor (2 bs 8 Cores

Bis 2u 512 GB DDRS, max. 4800 MT/s, 4 DINM Sockal
335/ 35 nd 225
SATA und SAS
Cabled
PERG 160,/ HBAGS:

Optional BOSS:N1 it bis u 2x 480 oder 960 GB als
RAIDI oder RAIDO,hot pug, NVMe.
HBATSSe 12 Gbps SAS

Hassi /1755

[
Tx FHHL 2508 FH HLund 116 FH HL
feight, ltheh ()

munmm et fen

Nein

201 GBE BCMS720

Intel® entium® G400 oder G7400T Prozessor it bis 22 Cores

HBA3SS 12 Gbps SAS
PERC Hob5
Fibe Channel HBA, FC32 oder FC64
Dedizirter PERC Slot (Front PERC)
Infinibend

Bis 2 B FHHL und 2 HHHL

Abhanging von Riser, CPU- und Storage-Konfgur

Optiona bis 2u 6x normale Hahe oder 2x doppete Hone
21 GBE BCMS 720 und 1 flexibler OCP3 Mezzanine Siot

1DRACS Express/Enterprise/Datacent

Optionat: Quick Syne 2 und OME Advanced oder Advanced

Optional, hot g, max. 2 Stick

10,1400, 1600 der 2000 iy (anium) 1100 Vit Ghsrom

2400 Watt (Flatinum)
6 Lftr redundant und hot-plug
Py

1 USE vorne, T+ USB3 & Tx USB2 hinen,
¢ ORAC Miero US8 v, oponalr USBS e

Microsct Widows server 201 2022

w2204
51703/ £SX 80

758cm 1344k

Intel Prozessor Technologie
1 Sockel (15)

PowerEdge T360

el €256
NA
e Heon* £2400 Sere Raptor Lake)
Prozessor (2 bis 8 Cores)
Pentum® 67400 oder SHODT Frasessor mitbis 22 Cores

Bis 2u 512 GB DDRS, max. 4800 MT/s, 4 DIMM Sockel

a5 aas
SATA und SAS

Hotplug

PERC 160, HBATSSI/ H3551/ H755

Oploal B0SS 1 i s 20 21 480 odr 050 G5 s
RAIDT oder RAIDO, hotplug, NVMe
HBATSSe 12 GhvsSAS

A

X1 FHHL, 2 18 FH HL und T x16 FH HL

Optionalbis 2u Tx SW GPUs it maximal 60 Watt
201 GBE BCMS720

edundante Netzicle

ung Neta

300 oder 500 Viatt.

1 Gehauselifier, optional 1 weftrer
x USE2 vorne, 1x USB3 & Tx USB2
1 ORAC Miero U38 vorne  proneler USSS nten
Microsoft Windows Server 2019 und 2022
Red Hal RHEL 8.8/ 0.2

Suse SLESTS SP4

Vhware ESXi80

[ Max Gevicht Gerven | kg
Link 2um Datenbiatt Link
Link um Technical Guide o

i zum Tect Link

Optional: Quick Sync 2 und OME Advanced oder Advanceds
Nein

Optional: Quick Sync 2 und OME Advanced oder Advanceds
Optional,hot:lug, max. 2 Stlck
700 Watt (Tianium)
450 oder 600 Watt (Platinum)
T Gehauselufier
USB2 vore, 1x USE3 & Tx USB2 hinten,
¢ DRAC Miro USS v, optonaler U383 mern
Microsoft Windows Server 2019 und 2022
Red ial RHEL 8.8/ 9.2
Suse SLESTS Spé

Uburiu 2204

Vhhare £SX80
251k
Lk
Lok

ok

Version 4 052024 (Feedback

Dellbent

Opional, hot-plug, max. 2 Stuck
1100, 1800 oder 2800 Watt (Ttanium)
1400 oder 2400 Watt (Platinum)

Bis 24 6 Luftr redundant und hotlug

TXUSE vorne, T« USB3 &
¥IDRAC Micro-USE vor
e aptionsler USB3 e

Microsoft Windous Server 2019 und 2022
Red

Vhware ESXI7 U3/ ESXI8.0

‘oder Advanceds ‘oder Advanceds

Optional,hot:plug, max. 4 Stick

00,
1400 oder 2400 Watt (Platinum)

6 Lt redundant und hotplug

cPu cpu

sz, | U2 e xusB3 8
¥ IDRAC Micro-USB v
" aptionsler USB3 e

HalRHEL86/9.0
Suse SLESTS SP4
Ubuntu 2201

¥l RHELB6 /90
Suse SLESTS SP4
Ubuniu 22,04
Vhware ESXI7 U3 / ESXI8.0
650m/ 429k
Lok
Lok

Lok

669 em 602k
Lk
Lok
Lok

Intel Prozessor Technologie
2Sockel (25)

PowerEdge T560

el G741
UPImit 16 GT/s oder 20 6T/s

4.und 5. Generation ntel* Xeon'
e

Scalale Prcessors

nze 1 Silber / Gokd
Bis 20 1024 GB DDRS, max. 5200 MT/s, 16 DINIM Sockel
Geschwinigkeit abhangig vom Prozessor
B35 /12035 B35+ B2 oder 8x 25 1625/ 24425

SATA, SAS, vSAS und NVMe
Hotplug
PERG 160/ HBATSS1/ H55 / 755 / H755, Hoes

GpGra BOSSH ity 0 380G e
RAIDT oder RAIDO, hot.pl
umasseuenmsAs,mcmese
Dodzierter PERC Sl (Front PERC)

WA

216 PCle Sio
20 POl Gen 16,3x PGl et x16 i TxPCle GendxB FHHL

Abhanging von Riser

PU-und Storage-Konfiguration
ptionalbis 20 6x SW GPUS mit 75 W

21 GBE BCMS720 und 1 fexibler OCP3 Mezzanine Siot

IDRACO Basic/Expross Entorprise Datacenter
Optionat uick Sync  Und OME Advanced ader Advanced:

Optional,hot-plug, max. 2 Stick
700 1160,1400, 1500 oder 2800t Thariom
0 Wiatt Gleichstrom
600,800,1400 006 2400 Wart Patinum)
8 Lufer, redundant

ve, 1x USE3 & Tx USE2 hinten,
¢ DRAC Micro US8 vrte. » optonalr USBS e
Microsolt Windons Server 2019 und 2022
Red Hal RHEL 8.6/ 90

Viware £8X

D<A LTechnologies

) 1800 oder 2800 Watt (Tiarium)

usez e

Microsoft Windows Server 2019 und 2022
e



